
  

원 판  의  종 류  
 

유기물 : 유리 에폭시, 페놀 .  

무기물 : 알루미늄, 세라믹  

 

- CEM (COMMPOSIT EPOXCY MATERIALS GRADEL) /CEM3  

- FR-4(내열성 글래스포 에폭시 수지 기판)  

- PP   (PAPER POLYESTER)  

 

내트래킹성이란?  

       도체간에 삽입된 절연물의 표면이 서서히 전기적 도체로가 형성되・절연 파괴 전압보다  

       훨씬 낮은 전계 강도하에서도 절연 파괴가 일어난다.  

마이그레이션이란?  

       도체간에 삽입된 절연체의 표면을 도체의 이온이 이동하여 최종적으로 파괴가 일어나는  

       것으로 이것도 절연 파괴 전압보다 훨씬 낮은 전계 강도하에서 일어난다.  

       유전율은 도체선로서의 정전용량을 정하는 중요한 요소이며, 전기 적인 신호 열화나  

       노이즈의 다소에 영향을 준다.  

 

1. 종류  
1). 종이 페놀  

       고주파 특성, 가공성 (펀칭)이  우수하여  민수품으로 응용되고 있다.  

 

  2). 종이 에폭시  

       종이 페놀의 내흡습성 개선을 목적으로 개발되었다. 가공성, 치수 정밀도 우수하다.  

       종이 폴리에스테르,  폴리에스테르가 가진 내흡습성, 내트래킹성을 살린  

       형태로 개발된 재료이다  

       내트래킹성, 치수 정밀도의 향상이 뛰어나며 민수품에서 그 응용이 넓어지고 있다.  

  3). 유리 에폭시  

       내열성, 내습성, 치수 안정성 등 많은 사용되고 있으며 기판 재료로서도 많이  

       사용되고 있다.  

       종이 페놀계와 비교하여 가공성이나 가격 면에서 불리하지만 유기계 재료로서는  

       특성이나 신뢰성이 우수하기 때문에  산업기기를 중심으로 폭넓게 사용되고 있다.  

 

   4). 폴리 이미드  

      파인 패턴화의 움직임에 대응할 수 내열성 , 치수 안정성, 절연성, 우수한 재료이다.          

      그러나 큰 재료이기 때문에 기판  재료로서의 용도는 한정되어 있다.  

 

   콤퍼지트(sem1)/콤퍼지트(sem2) 복합 기재 에폭시계 수지 동장 적층판)  

        콤퍼지트 기판은 에폭시계 수지와 유리 에폭시 , 종이 등의 복합재료로  

        구조를 베이스로 하고 있다.  
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  2. 플렉시블 프린트 기판(FPC)  
 

 

     1). 폴리에스테르  

          필림의 인장 강도와 전기 절연성이 뛰어나며, 내 흡수성이나 내 흡습성도 안정되어있다.  

         그러나 내열성에 난점이 있기 때문에 납땜 공정에는 견딜 수 없다.  

         폴리이미드와  비교하면 코스트가 저렴하기 때문에 자동차・프린터 헤드 등의 부품  

         탑재가 없는 분야에 널리 사용되고 있다.  

   

      2). 폴리 이미드  

          내열성이 우수하고 단시간이면 400도에도 견딘다. 전기 특성, 기계적 강도 내 후성도  

          우수하다.  

           그러나 흡습률이 높고 흡습시의 치수 안정성, 밀착성 등에 문제가 있기 때문에  

           이 점의 개량이 진행되고 있다.  

 

※ 기준 홀 공정에서 실시되는 베이킹 목적.  

    접착된 원판은 습기에 상당히 민감한 반응을 보인다. 선적된 원판이 여러 경로로 이동하는 중 습기      가 다량으로 

함유될 수 있다.  

    이런 습기는 원판의 치수변화에 치명적인 영향을 주기 때문에 기준 홀 공정에서 베이킹 작업을 실      시하여 습기

를 완전히 제거한다.  

    원판 제작업체에서 PREPREG와 동박을 접착시키지 위해 적층을 실시한다.  

    이때 고온에서 작업된 후 저온으로 기판 표면이 굳을때 자체에 응력이라는 것이 생긴다. 이러한  

    응력을 기준 홀 베이킹 공정에서  고온으로 풀어주는 작업을 한다. (단 0.97T이상의 제품은 베이키      를 실시하지 

않음)  

    위와 같이 베이킹이라는 작업을 실시하는 것은 MLB제품에 있어서 가장 중요시되는 SCALE(원판)      을 안정화 시

키는 것에 주목적이다.  

    (베이킹의 기준 온도는 150℃에서 1시간이 가장 이상적임)  

 

3. 라미네이팅.  
  RESIST와 기판표면의 양호한 밀착성을 얻기 위해 가열된 HOT ROLLER 를 이용하여 D/F RESIST   층을 표면에 열압

착하는 것을 말함.  

D/F 을 LAMINAT 할시에는 주위환경에 대한 철저한 먼지관리를 실시하여하며 이물질에 의한 OPEN   .SHORT등을 예

방하여야한다.  

D/F 의 압착 온도 ROLLER 온도는 100±10℃이어야 한다.  

온도가 높을 경우 : 기판과 D/F 사이에 GAS가 발생하여 OPEN.SHORT불량이 유발이 된다.  

온도가 낮을 경우:  기판과 D/F 사이에 밀착력이 떨어져 OPEN.SHORT불량이 유발이 된다.  

                    압착 ROLL의 압력은 35±0.5㎏/㎠이어야 한다.  

         기판의 온도는 60±10℃이어야 한다.  

 

1). P/N(PANEL)  

  판넬 도금 이란 기판 전면에 HOLE 내벽에 동도금을 MIN 15㎛실시하는 공정을 말한다.  

  사전 HOLE 내벽에 원활한 도금을 위해 촉매제를 이용하여 무전해 동도금을 실시한 후  전해 동도금    을 실시하는 

작업방식이다.  
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2). 무전해 동도금  

    P/N 도금 공법에 있어서 무전해 동도금  기능은 차공정인 전기동 때문에 TH 내벽에 도전성을부여      하여 동을 화

학적으로 부차시키는 공정이다.(두께는 0.3㎛)  

    액조성운  동분으로서 황산동 ALKALI분으로서는 NAOH 환원제로서는  

    HCHO을 이용한다.  

    HCHO는 PH11.5 이상의 알칼리액에서 동 ION에 대하여 강력한 환원제로 작용한다.  

  주 반응으로는  

 

3). 전해 동도금  

    P/N 도금 공정에 있어서 전기 동도금은 전처리 공저에서 HOLE 내에 부착된 화학동에 전해 도금으      로서 동도금

을 실시하는 공정을 말한다.  

    P/N 도금은 전해 도금법으로 작업을 진행하는 관계로 작업시간 .전류A(암페어)등을 조절하여 도금      두께를 조절

하여 두께를 조절할 수 있다.  

 

4). P/T 도금  

    P/T 도금이란 PATTERN 도금은 사진법 또는 인쇄법에 의해 도금용 RESIST 로 PATTERN을 형     성한 후 PATTEN 

부에 전기 동도금및 ETCHING등을 위한  RESIST 접속도금.  

   예를 들면 SOLDER 도금등을 전해 도금법을 이용하여 도금한는 것을 말함.  

 

5). S/R  

    S/R 이란 PRINT 배선판에 전자부품등을 탑재해 SOLDER 부착에 따른 불필요한 부분의             SODLER 부착하여 

방지하여 PRINT 배선판의 표면 회로를 외부환경으로부터 보호하기 위해 도포      하는 것으로 SOLDER RESIST 또는  

SOLDER MASK이라 한다.  

   SCREEN인쇄 제판을 이용하여 기판 표면에 SOLDER RESIST INK 를 SQUEEGEE롤 일정한 압력     을 가해 움직이

면서 SCREEN FRAME 내에 넣어진 INK를 기판에 INK를 밀어내어 도포하는 방식     이다.  

 

6). HAL  

    PCB 의 노출된 동박 표면은 취급시 나 보존주에 산화 및 부식이 발생하기 쉽다.  

   이로 인하여 SOLDERING성이 나빠지고  실장 작업 능률을 현저하게 저하 시킬 뿐 아니라  

   SOLDER 용저부의 신뢰성이 동시에 저하된다.  

   위와 같이 문제점을 방지하고 기판의 보관 수명을 연장시켜 부품 실장시에 SOLDER ABILTY  

   를 좋게 하기 위하여 HASL(HAT SOLDER LEVERING)을 해준다.  

   SOLDER 두께는 2㎛~50㎛임.  

   특별 관리시 2㎛~30㎛임.  

   FLUX의 역할 강한 산서의 CI이온이 들어 있어 기판 표면을 활성화시켜 기판 표면을 활성화 시켜  

   기판 표면의 SOLDER 젖음성을 좋게한다.  

   HAL(SOLDER)작업에 있어서 사전 FLUX처리를 실시하지 않으면 CU 표면에 SOLDER  가 제대로  

   묻지 않거나 묻을 경우에도 표면이 상당히 거칠게 SOLDER 형성이 된다  

   SOLDER 성분 구성SN(주석)63%,  Pb(납) 37%  

   HAL  M/C 관리 온도 250℃±5℃  

 

7). 단자 도금  

    단자도금 방식은 전해금도금 (HARD GOLD)필요한 부분의 단자에 NI AU 도금을 실시  

    CONNECTOR   등에 삽입해서 전기적 특성을 얻기 위해 행하는 도금이다.  

      1. 단자도금 작업을 위한 SHEARING  
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      2. 도체 P/T및 P/T부의 도금액 침투를 방지하기 위한 TAPE MASKING  

      3. 열과 압력으로 제품과 TAPE 밀착성을 유지하기 위한 TAPE 압착  

      4. NI-AU도금을 하기 위해 단자에 뭍은 SLODER제거.  

      5. 도금 전처리 및 미세한 SLODER 제거  

      6. 단자에 산화 피막 제거 및 도금 전처리  

      7. NI도금(니켈 도금)  

      8. AU의 부착을 돕기 위한 NI 활성화 (NI도금 활성화 처리)  

      9. AU 도금(금도금)  

      10. 건조  

      11. 도금 두께 측정및 밀착력 TEST  

   도금 두께 NI 2~5㎛   AU0.3㎛ ~ 0.76㎛  

§ 특징  

    무전해 금도금에 비해 내마모성이 뛰어남  

   (CO 합금으로 구성되어 있어 표면은 강하나 SOFT GOLD 보다는 금외 순수성이 다소 떨어진다.  

※ 참조)  

    모든 AU 도금제품에 대해서 NI도금을 필히 먼저 실시하는 이유는  

    AU-CU성분 자체가 강한 금속 성분이 아닌 약성분인 관계로 CONNECTOR  삽입시 쉽게 마모됨.  

    CU위에 AU을 직접 도금하게 되면 AU 성분이 CU쪽으로 CU 성분이 AU쪽으로 서로 이동을 함.  

    금속이온 경향의 문제로 인해 AU 도금된 실질적인 AU 성분을 띄지 못하고 CU 성분을 띠게 되므      로 원래의 목적

을 상실하게 된다.  

 

8). 무전해 금도금  

    무전해 금도금은 일반적으로 SOFT GOLD 라고도 한다.  

    그러나 SOFT GOLD 라는 말을 무조건 무전해라고 인식한고 있는 것은 잘못 된 것이다.  

    무전해 금도금 은 전기를 사용하지 않고 순수 화학 반응에 의해 AU도금하는 방식이다.  

    도금 두께 NI 2㎛~5㎛ AU 0.03㎛  

    내마모성은 떨어지나 WETTING이 뛰어나다.  

    무선 통신용에 주로 사용되며 노이즈가 적다.  

 

4. 외형가공  
  외형가공이란 제품의 제작이 완료전 시점에서 USER 측에서 요구된 제품의 크기 형태대로 여러가지  

  방법으로 가공하는 것을 말한다.  

1). 외형가공 방법에는  

     1. PRESS  

       금형이란 사전금속 주문으로서 외형을 만들어 제품을 타발하는 것을 말한다.  

       그러므로 일반적인 소량의 물량에는 그만큼 제작이 어려운동시에 별도 비용이 추가되므로  

       적용을 하지 않으며 대량 물량에만 적용하고 있는 실정이다.  

※ 단점  

      1. 별도 금액이 필요하다.  

      2. 소량 양산에 힘들다.  

      3. 가공 후 외각 표면이 거칠다.  

 

     2. ROUTER  

        ROUTER 란 외형가공용 ROUTER  PROGRAM 을 작성하여 필요한 부분을 ROUTER 가공용          BIT로 강한 회
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전율 시켜 BIT의 날카로워 에폭시 갈아서 가공하는 방법이다.  

        라우터 BIT의 종류 0.8Ø~3.175Ø  
        ROUTER 허용 오차  

        평균 ±0.2㎜ 최소 공차 ±0.15㎜  

      3. BEVELLOR  

         주로 단자 도금용 제품에 적용되고 있으며 목적은 CONNECTOR에 원할한 삽입을 위해 사전  

         면취작업을 해주는 것이다.  

         면취작업 각도는 30°±10°  

      4. V-CUT  

          V-CUT 란 외형을 완전히 절단하는 것이 아니라 USER 측에서 사용하고자 하는 목적에  

          이용하고나면 잘라내는  것을 원활하게 하기 위해서 사전 깊이 가공율 해주는 작업이다.  

          가공 두께 0.8T~ 2.0T  
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